Liebe Leserin, lieber Leser,

der Vorstand der Fachgesellschaft ,Loéten” hat ge-
tagt und beschlossen: Aus Frau Dr. B. Schambachs
Vorschlag, unser Mitteilungsblatt ,Der Létbote” zu
nennen, wurde per Abstimmung der ,,Info-Service“
der Fachgesellschaft Loten im DVS, angewandte
Demokratie im Deutschen Verband fir SchweilRen
und verwandte Verfahren mit Uber 1004ahriger
Tradition.

Nun sind die ,Loter” die Verwandten und auch mein
langjahriger Disput mit Herrn Dr. K. Méhwald /LWT
Dortmund tber meinen Lieblingsspruch, daf3 ,Léten
eine Sonderform des Schweillens sei, ist durch
den Zusatz zum Verbandsnamen beigelegt.

Die erste ordentliche Mifgliederversammlung steht
ins Haus, und wir sind stolz darauf, dal3 unsere
Fachgesellschaft bereits 23 Mitglieder zahlt, die ihre
|6ttechnischen Interessen in der Nomarbeit, in
Forschung und Ausbildung durchsetzen und der
Offentlichkeit prasentieren wollen.

Der ,,Info-Service“ dient als unser Mitteilungsblatt
und erscheint mehrmals jahdich. Die Informations-
broschire lebt von der Mitarbeit der Mitglieder der
Fachgesellschaft, die u. a. die Mdéglichkeit haben,
ihre Fima oder ihr Institut vorzustellen und Uber
Entwicklungen oder Produkte berichten. Es wird
weiterhin Uber die neuesten nationalen und interna-
tionalen Nomen und Patente, Uber Fachliteratur
und —blcher, Uber Sitzungen der Ausschusses flr
Bildung und der Armbeitsgruppe ,Schulung und Pri-
fung“ sowie UberLottechnische Tagungen und Ver-
anstaltungen referiert. Wir werden die Loéttechnik
bei ihrem Gang ins nachste Jahrtausend begleiten
und versuchen, die Geschicke mitzubestimmen. So
wird sicherlich die Substitution von Blei in Weichlo-
ten ein Thema sein, dasuns an dieser Stelle in den
nachsten Jahren noch 6fter begegnen wird.

Ich danke allen Autoren fir lhre Beitrdage zu dieser
Ausgabe und winsche lhnen viel Spald bei der
Lektlre der ersten Ausgabe des ,,Info-Service*.

lhr

Roland Boecking

Blei - Ende einer langen Karriere in Sicht?

.Esist allesim Lot aufdem Riverboot®, sang vor 20
Jahren Udo Lindenberg. Ginge es nach dem Bris-
seler Alleingang in Sachen Blei-Verbot, wird kiinftig
alles mogliche im Lot sein, nur kein Blei mehr.
Weltweit stehen die Briusseler ziemlich allein da:
Der Zeitaum bis zum 01. Januar 2004 sei fur den
Ausstieg aus der konventionellen Loéttechnik mit
Blei zu kurz, protestiert die Deutsche Industrie und
wird dabei vom Japanischen Business Coundil in
Europa unterstiitzt. Der amerikanische VorstoR,
Blei und seine Legierungen zu substituieren, nimmt
die Elektronikbranche aus.

Mehr noch: Die Amerikanische Electronic Associa-
tion sieht im Verbot von Bleilot ein Handelshemm-
nis und fordert gravierende Korrekturen in der ge-
planten Elektronik-Schrott Richtlinie der EU-Kom-
mission.

Nach wirtschatftlichen Alternativen wird derzeit an
Forschungsinstituten und in den Entwickungsab-
teilungen der Lothersteller mit Hochdruck gesucht,
doch ein Ersatz des Generalisten ,Zinn-Bleilot* ist
noch nichtin Sicht, dessen glnstiger Schmelzpunkt
und preiswerte Bestandteile es zur weltweit be-
wahrten Vembindungstechnologie in der Elektronik-
branche gemacht haben.

Silber, Kupfer, Zink, Wismut, Indium oder Antimon
werden derzeit als Alternative zum Blei, Garant fur
fehlerfreie Weichl6tverbindungen, gehandelt, wobei
- darin besteht Einigkeit in der Fachwelt - die Basis
neuer Lotsysteme weiterhin Zinn sein wird. So brin-
gen Zinn-Silber-Legierungen Vorteile hinsichtlich
einer hdheren Temperaturbelastung als herkdmmli-
che Zinn-Blei-Lote. Allerdings ist das Zinn-Silber-
System fir allgemeine Anwendungen wesentlich
teurer als Zinn-Blei-Legierungen. Dem Einsatz von
Legierungen auf der Basis von Zinn-Zink stehen
Probleme beziglich Oxidation und Korrosion ent-
gegen. Allen neuen Systemen gemeinsam ist die
Tatsache, dall die Diffusionsprozesse und die Alte-
rung an den Verbindungsstellen Gegenstand ge-
nauester Untersuchungen sein missen.

Die hierfir erforderdichen Simulationen und Testrei-
hen missen beispielsweise das weltweite Kili-
maspektrum abdecken, um Aussagen zur Korrosi-
onsbestandigkeit zu edauben, denkt man in diesem
Zusammenhang an sicherheitsrelevante Teile im
Automobil-, Flugzeug- und Schiffbau.



Doch haben erste Produkie im aufereuropéischen
Ausland ihre Entwicklungsphase bereits hinter sich
und hoffen auf eine breite Marktakzeptanz, wie die
kanadische Northern Telekom, deren neue Telefo-
ne mit Zinn-Kupfer geldteten Leiterplatten bestickt
wurden.

Im Hause Matsushita setzt man neuerdings in der
Serienfertigung von PC-Leiterplatten auf Lote der
Basis Zinn-Silber, eine Technologie, der sich auch
Toshiba anschlielRen wird.

Topaktuelles aus der l6ttechnischen
Normung

E DIN EN ISO 12224-1 : 1998-02
Lotdrédhte , massiv und fluBmittelgefiillt -
Festlegung und Priifverfahren - Teil 1:
Einteilung und Durchfiihrung

(ISO 12224-1 :1997); Deutsche Fassung

PrEN ISO 12224-1 : 1997 }
Der vorliegende Norm-Entwurf ist die Ubersetzung

der Internationalen Norm 1SO 12224-1 : 1997, die
im Unterkomitee SC 12 "Hart- und Weichléten" des
ISO/TC 44 "Schweillen und verwandte Verfahren"
erarbeitet wurde.

Diese Internationale Nom soll im einstimmigen
Annahmeverfahren (UAP) als Europdische Nom
identisch Ubernommen werden. ISO 12224-1 legt
ein Kodierungssystem zur Einteilung und Bestim-
mung massiver und flulmittelgeflllter Lotdrahte fest
sowie die Eignungsanforderungen, die von fluimit-
telgefiilltem Lotdraht und seinen Bestandteilen er-
fullt werden missen.

Im Anhang A wird ein Verfahren fir die Lésemit-
telextraktion von FuBmitteln in flulmittelgefulitem
Lotdraht und im Anhang B ein Verfahren zur Mes-
sung des mittleren Durchmessers von fluBmittel-
gefllltem Lotdraht festgelegt.

Anhang Centhélt eine Ubersicht iber Priifverfahren
fur FluBmitteltypen, die in fluBmittelgefillten Lot-
drahten enthalten sind.

E DIN 8525-11 : 1998-02

Hartléten - Teil 11: Hartléterpriifung

(Vorschlag fiir eine Européische Norm)

Diesem Norm-Entwurf liegt das Ergebnis der euro-
paischen Nomungsarbeit zugrunde. Er ist inhalts-
gleich mit dem im CEN/TC 121/SC 8 "Hart- und
Weichléten" zur Verédffentichung als Europaischer
Norm-Entwurf verabschiedeten Dokument und legt
wesentliche Anforderungen fir den HartlétprozeR,
die Prifbedingungen, die Bewertungsanforderun-
gen und die Prifungsbescheinigung firdie Prifung
von Hartlétern fest. Dieser Norm-Entwurf gilt nur fir
die Prifung von Hariétern, deren handwerkiiche
Fahigkeiten einen direkten Einflul auf das Ergebnis
und auf die Wirksamkeit der Lotstellen haben. Auf-
grund des groflen Anwendungsbereiches des

Hartlétens gibt diese Nom keine defailierten Be-
wertungskriterien wieder.

E DIN 8525-12 : 1998-02
Hartléten — Teil 12: Hartlétverfahrenspriifung
(Vorschlag fiir eine Europédische Norm)

Diesem Norm-Entwurf liegt das Ergebnis der euro-
paischen Nomungsarbeit zugrunde. Er ist inhalts-
gleich mit dem im CEN/TC 121/SC 8 "Hart- und
Weichldten" zur Verdffentlichung als Europaischer
Norm-Entwurf verabschiedeten Dokument. Harl6t-
verfahrensprifungen werde haufig bendtigt um eine
definierte Basis fir die Planung von Harldtprozes-
sen und zur Qualitdtsiberwachung wahrend des
Hartlétens zu liefern. Die Erstellung einer Hartlot-
verfahrensanweisung liefert die  notwendige
Grundlage fiir die Festlegung der Anforderungen.
Dieser Norm-Entwurf legt allgemeine Regeln
(Prifverfahren, Prifstiicke) fiir die Anforderung und
Anerkennung von Hartétverfahren fir alle Werk-
stoffe (metallische und nichtmetallische) fest.

DIN EN ISO 12224-1 : 1998-10

Massive Lotdréahte und fluBmittelgefiillte R6h-
renlote - Festlegung und Priifverfahren - Teil 1:
Einteilung und Anforderungen (ISO 12224-1 :
1997); Deutsche Fassung EN ISO 12224-1 :

1998 .
Die vorliegende Norm ist die Ubersetzung der In-

ternationalen Norm ISO 12224-1 :1997, die im
Unterkomitee SC 12 "Hart- und Weichléten" des
ISO/TC 44 "Schweiflen und verwandte Verfahren"
erarbeitet wurde. Diese Internationale Norm wurde
im einstimmigen Annahmeverfahren (UAP) als Eu-
ropadische Norm von CEN/TC 121 "Schweillen"
identisch tbernommen. ISO 12224-1 legt ein Kodie-
rungssystem zur Einteilung und Bestimmung mas-
siver und fluBmittelgeflillter Lotdrahte fest sowie die
Eignungsanforderungen, die von fluBmittelgefilltem
Lotdraht und seinen Bestandteilen erfillt werden
mussen.

Im Anhang A wird ein Verfahren fir die Lésemit-
telextraktion von HuBmitteln in flulmittelgefilitem
Lotdraht und im Anhang B ein Verfahren zur Mes-
sung des mittleren Durchmessers von fluBmittel-
geflilltem Lotdraht festgelegt.

Anhang Centhalt eine Ubersicht ber Prifverfahren
fur FluBmitteltypen, die in fluBmittelgefillten Lot-
drahten enthalten sind.
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Einsatz metallischer Uberziige
fur neue Losungswege in der Lottechnologie

Prof. Dr.-Ing. Fr.-W. Bach, Dr.-Ing. K. Méhw ald

Lehrstuhl fir Werkstofftechnologie — Universitat Dortmund

Der Einsatz metallischer Uberzige erweitert das
Spekirum der Méglichkeiten zur Realisation anfor-
derungsangepalter schmelzmetallurgisch hemge-
stellter Fligezonen und eroffnet somit neue LO6-
sungswege in der Lottechnologie. Dies gilt vor al-
lem fur das fluRmittelfreie Loten schwer benetzba-
rer Fligeflachen sowie Werkstoffpaarungen, die im
Grenzflachenubergang zum schmelzfiissigen L6t-
gut zu Sprédphasenreaktionen neigen. In diesen
Fallen lassen sich durch Arc-PVD, dem lonenplat-
tieen mittels Vakuum-Lichtbogenverdampfern,
mehrlagige Schichtsysteme mit hohen Haftfestig-
keiten erzeugen, die sowohl Benetzungs- als auch
Diffusionsbarrierefunktionen erfillen.  Derartige
lonenplattierungen bestehen aus Titan-, Zirkonium-
bzw. Chromschichten, die in Fom sehr schmaler,

FluBmittelfreies Léten mit reaktiven Lotsystemen
artgleic her sowie nicht artgleicher Werks toffe:

ca. 0,3 bis 1 um dicker Reaktionszonen haftfest an
den Grundwerkstoff anbinden und in Kombination
mit anschlieRend darauf applizierten Nickel- oder
Kupferschichten Diffusionsbarrieren bilden und
gleichzeitig Benetzungsoberflachen fiir konventio-
nelle Lote darstellen. Als konsequente Weiterent-
wicklung kdnnen anschlieflend auch die Lote als
Beschichtung aufgedampft werden. Auf diese Art
und Weise lassen sich — auch in Kombination mit
anderen Beschichtungsverfahren, wie z.B. dem
Thermischen Spiitzen — Mehrstoffiotsysteme aus
hoch und niediig schmelzenden Phasen erzeugen,
die sich als reaktive Lote Uber diffusionsgestiitzte,
temporare Flissigphasen zum isothermen Léten
(TLP-Bonding) eignen.

Das Benetzen der Fugeflachen durch das Lot wird
dabei mittels metallischer PVD- oder thermisch
gespritzter Schichtsysteme realisiert.

—> PVD:

O Benetzungsoberflachen

O Diffusionsbarrieren

© reaktive Lote als Folie
oder als Beschichtung

Mehrschichtlote
Mehrstofflote

heterogenes Gefiige — Thermisches Spritzen:

reiner Phasen QO reaktive Lote als
Lotformteil oder als
Beschichtung

1. Variante 2. Variante
Ficeoartner | Figepartrer |
Beschichtung Beschichtung
Lotfdie Lotfdie
Beschichtung Beschichtung
Figepartner |1 Flgepartner |1
3. Variante 4. Variante
I Flgepertner | I Figepartner | I
1 1
----- |
I Beschichtung 1 1
| Figepatrern | Fememal_ |
[ niedria schmelzende Komoone nte
[ hoch schmelzende Komponente
Be schichtunasvarianten fiir
s flufimittelfreie Lo

Fur das Loten nicht artgleicher Flgepartner, wie
z.B. Titan/Stahl-Verbindungen, lassen sich somit
geeignete Lotsysteme gezelt entwickeln, die ver-
gleichsweise mit konventioneller Léttechnik nicht
zur Verfigung stehen. Fur TiAI6V4/X5CrNi18 10-

grenze des X5CrNi18 10 als Zugfestigkeit erzielt.
Als isotherm erstarrendes Mehrschichtlot weist es
zudem eine hoéhere Wiederaufschmelztemperatur
als Léttemperatur auf und erzeugt daher ein Lotgut
mit  vergleichsweise hoher = Wamfestigkeit

Létverbindungen wurde dabei mit ionenplattierten (Beispiel 1).
(Arc-PVD) CrNiCu-Mehrschichtloten die Streck-
Beispiel 1: X5CrNi18 10
TiAI6V4-CrNiCupyp / Cupyp-X5CrNi18 10 S .

(T =980 °C, t=10 min)
© Lotapplikation durch lonenplattieren mittels 5
Vakuum-Lichtbogenverdampfer (Arc-PVD) CrNiCupvD
titanseitig: Cr, d = 8 pm b
Ni, d = 10 ym
Cu,d =13 um

stahlseitig: Cu, d = 13um
Zugfestigkeitt Rm = 220 MPa ~ 1AIGV4 =



Beim fluBmittelfreien Léten von Aluminium/Stahl-
Verbindungen kénnen stahlseitig Vakuumplas-
magespritzte (VPS) Nickelbeschichtungen dazu

dienen, mit konventionellen AlSi-Loten hohe Festig-
keiten vor allem grof¥fiachiger Loétverbindungen zu
realisieren (Beispiel 2).

Beispiel 2:

X5CrNi18 10-NVPS / B-AI88Si-575/585 / AlMgSi0,5
(T =610 °C, t = 20 min)

QO Das vor dem Loten mittels Vakuum-Plas maspritzen
als Benetzungsoberflache aufgebrachte Nickel (20 um) 8¢
zeichnet sich nach dem Loten als helle Schicht mit sich

anschlieRenden Reaktionszonen ab.

Es liegt eine nahezu fehlerfreie Létverbindung vor Ni(

(Praparationseffekte).

Durch thermisch gespritzte reaktive Mehrstoffiote
lassen sich isotherme Harliétprozesse flulmittelfrei
bei T <500°C in den Vergitungszykus geharteter
Stahle integrieren. Bei atmosphérisch plas-
magespritzten  (APS), zweiphasigen  Cu/Ni-
Beschichtungen auf dem austenitformgeharteten
Messerstahl X40CrMoV5 1 und eingelegten Zinkfo-

Beispiel 3:

X40CrMoV 5 1/CuNi ApsZnFolie CuNip ps/X40CrMoV 51 ¢
(T =500°C,t =30 min, p=3MPa) -

O Mehrstoff-Lotapplikationen mittels Themischer s,
Spritzverfahren eignen sich durch gezielt einstellbare
diffusionsgestitzte, temporare Flissigphasen zum
L6éten mit isothemmer Erstarrung (TLP-Bonding).
Unter Druckbeaufschlagung und verlangerten
Haltezeiten entstehen warnfeste Létverbindungen.

Zugfestigkeit: Rm = 120 MPa |

Aktueller Mitgliederstand der Fachgesellschaft

,Loten*

e H. van’t Hoen, Wirges

e Westfalen AG, H. Schmalenstroth, Minster

e Institut fir Fligetechnik und Werkstoffprifung
IFW GmbHim DVSe.V., Jena

e Lehr- und Forschungsgebiet Werkstoffwissen-
schaften, Prof. Dr. tech. E. Lugscheider, RWTH
Aachen

e Poro Bronze KG Dr. Rosenkamer GmbH + Co.,
Leichingen

¢ TU Dresden, Fakultat Maschinenwesen, Prof.
Dr.-Ing. U. Fussel, Dresden

e Institut fur Fertigungstechnik/Schwei3technik,
TU Chemnitz, Prof. Dr.-Ing. habil. K.-J. Matthes

e Mahler Industrieofenbau, Bodycote Mahler War-
mebehandlung + Anlagenbau GmbH, Esslingen

¢ Dr.-Ing. M. Turpe, Deutsches Kupfer Institut,
Dusseldorf

¢ Prof. Dr.-Ing. B. Wielage, Lehrstuhl fiir Verbund-
werkstoffe, TU Chemnitz

Zugfestigkeit: Rm = 44 MPa X5CrNi18 10

PS)

o y
100 pm

lien werden unter einer Druckbeaufschlagung beim
Loten und Haltezeiten von t>30 Min. Wiederauf-
schmelztemperaturen von T >650°C und somit
vergleichsweise hohe Warmfestigkeiten erreicht
(Beispiel 3).

¢ Prof. Dr.-Ing. U. Dilthey, Institut fir Schwei3-
technische Fertigungsverfahren RWTH Aachen

e FhG-12M, Prof. Dr.-Ing. habil. W. Scheel, Berlin

o Institut fir Werkstoffkunde, Universitdt Hannover
Prof. Dr.-Ing. Dr.-Ing. E.h. mult H. Haferkamp,

¢ Dr.-Ing. M. Blank-Bewersdorf, Sulzer Metco
AG (Switzerland), Winterthur

e Balver Zinn Josef Jost GmbH & Co. KG, Balve

e Castolin GmbH, Dipl.-Ing. M. Jarocki, Kriftel

o Institut fur Halbleiter- und Mikrosy stemtechnik,
Prof. Dr.-Ing. habil. E. Meusel, TU Dresden

e PVA Vakuum-Anlagenbau, Dr. U. Broich, ABlar

e Dr. rer. nat. W. Danzer, Linde AG, Technische
Gase, Hdllriegelskreuth

e Dipl.-Ing. B.-U. Loéffler, Siemens AG, Nimberg

¢ IPSEN International GmbH, Dr. B. Edenhofer,
Kleve

e Witmetaal GmbH, Dipl.-Ing. St. Spemer,
Nirnberg

e L ehrstuhl fur Werkstofftechnologie, Prof. Dr.-Ing.
Fr.-W. Bach, Dortmund



